FICHAS TECNICAS

M8 SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN
CARACTERISTICAS
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Bajo nivel de formacion de vacios (voids): <5% en BGA y
<10% en BTC

Excelentes eficiencias de transferencia de impresion <0.50 AR
Elimina defectos HiP

Cumple con REACH y RoHS*

Formulada para uso con polvos T4, T5 y polvos més finos
Potente mojado (wetting) en acabados de superficie sin plomo
Residuo transparente minimo. Cumple con requisitos LED
Pasa prueba Bono y SIR para automotriz
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M8 soldadura en pasta NC lleva el rendimiento al siguiente nivel. Vida til de pasta 1 afio* 0°C—12°°C (32°F-
Desarrollada en combinacion con T4, TS y polvos mas finos con y se}ladfl y refrigerada 55°F)

sin plomo, M8 proporciona eficiencias de transferencia estables Vll(lladutll de I;a.sta q D S <25°C (< 77°F)
requeridas para los dispositivos UFP y umBGA de hoy en dia, Sellada no reirigerada

reduciendo DPMO en las aplicaciones mas complejas. Los
activadores de M8 reduciran los defectos relacionados al mojado
(wetting), como HiP (cabeza en almohada), y proporcionaran
uniones brillosas y lisas. M8 ha reducido vacios en BGA y BTC a
valores tan bajos como <5% en BGA y <10% en los planos de tierra
BTC. M8 pasa estrictos requisitos de prueba y electroquimica
automotriz y de alta confiabilidad.

CARACTERISTICAS

Bajo contenido
de hal6genos

Capacidades de
pausar para
imprimir

Volumen de
impresion

Bajo nivel de
formacion de
vacios en BGA

Confiabilidad

Bajo nivel de

Aspecto de los! formacion de

*Tamano de polvo T4. Pongase en contacto con AIM para obtener informacion
sobre la vida util de T5.

No agregue pasta usada al contenedor de una pasta nueva. La
pasta usada debera ser almacenada por separado y la pasta
nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o
tapon. Una vez abierta, la vida 1til de la soldadura en pasta
dependera de la aplicacion y el entorno. Consulte la guia de
manejo de pasta de AIM para mas informacion. La aleacion y
las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida util.
Consulte el Certificado de Analisis de M8 para informacion
especifica del producto.

LIMPIEZA

Pre-reflujo: El limpiador de esténciles de AIM elimina
eficazmente la soldadura en pasta de los esténciles durante el
proceso. El limpiador de esténciles se puede aplicar a mano o
utilizar en equipos de limpieza bajo esténcil. El limpiador de
esténciles no seca la soldadura en pasta y mejora las
propiedades de transferencia. No aplique una cantidad excesiva
de limpiador de esténciles. No aplique el limpiador de
esténciles en la parte superior del esténcil. No se recomienda el
uso de isopropanol (IPA) durante el proceso, pero se puede

residuos vacios en BTC utilizar como enjuague final del esténcil.
Probabilidad de Mitiga el defecto . . . .
clavijas HiP Residuos de flux posteriores al reflujo: Pueden quedar residuos
en el ensamblaje después del reflujo, pero no es necesario
limpiarlos. Cuando la limpieza es obligatoria, AIM ha
=—=NC258 =—=NC520 — M3

*Aleaciones sin plomo.

colaborado estrechamente con socios del sector para garantizar
que los residuos se puedan eliminar eficazmente con agentes
desfluxantes comunes. Pongase en contacto con AIM para
obtener informacion sobre la limpieza.

*Toda la informacion es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para disefio de procesos. Consulte el Certificado de
analisis para obtener informacion especifica del producto.
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PERFIL DE REFLUJO

Se puede hallar informacion de perfil detallada en http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. Comuniquese
con AIM para obtener informacion adicional.

IMPRESION
[ AJUSTES INICIALES RECOMENDADOS - DEPENDERAN DEL DISENODE LAPCBYDELPAD |
Parametro Configuracion Inicial Recomendada
Presion de la Espatula 0.4 - 0.7kg/25mm
Velocidad de la Espatula 13 — 152 mm/second
Distancia de Desprendimiento On Contact 0.00 mm
Distancia de Separacion de la PCB 0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Separacion de la PCB 3 - 20 mm/second
Vida util de la pasta de soldadura >8 hours

DATOS DE PRUEBAS

Nota: Todas las pruebas son para formulaciones T4 SAC305

Clasificacion IPC

J-STD-004 A ROLO
Flux
Clasificacion IPC J-STD-004 version ROLI
Flux actual

4.2 gr/cm’

9 *
Densidad de masa (*SAC305)

. J-STD-004B 3.4.1.1
Espejo de Cobre IPC-TM-650 2.3.32 BAJO

. J-STD-004B 3.4.1.2
Lo IPC-TM-650 2.6.15 L

J-STD-004B 3.4.1.3 Cl: 0.0%

Haluros cuantitativos | 1pc, 11650 2.3.28.1 Tipico

Cualitativa Haluros, J-STD-004B 3.5.1.1

Eromio co Bk IPC-TM-650 2.3.33 LR

Cualitativa Haluros, J-STD-004B 3.5.1.2

Fluoruro Punto IPC-TM-650 2.3.35.1
*Toda la informacion es solo como referencia. NO se debe Utilizar como especiticaciones de productos entrantes o para diseno de procesos. Consulte el Certificado de
analisis para obtener informacion especifica del producto.
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METODO DE
NOMBRE PRUEBA RESULTADOS IMAGEN
Todas las
. . J-STD-004B mediciones en 5
Resistencia g
Aislante de la 34.14 los patrones de 2
Superficic IPC-TM-650 prueba exceden
. 2637 100 MQ
PASA
S0 ST Fc<8.0 Tipico
Bomba de EN14582:2007
Oxigeno Pruebas | SW 9056 SW CI <122 mg/Kg
de hal6égenos 5050
J-STD-004B
Migraciéon 34.1.5
electroquimica IPC-TM-650 L3
2.6.14.1
Residuos de Flux | IPC-TM-650
Sequedad 2447 LA
- J-STD-004B
(Sigtl;f:r’fif:liﬂr‘:’; 342.1 94.8%
eSS | IPC-TM-650 Tipico
O voraties 2334
Determinacion ;_22132_004]3 136 mgKOH/g
Valor Acid IPC-TM-630 i
alor Acido 2.3.13 pico
J-STD-005A
Viscosidad 3.5.1
(Brookfield) IPC-TM-650 400-1000 Keps
2.4.34
J-STD-005A
Viscosidad 3.5.1
(Malcolm) IPC-TM-650 70-300 Pa.S
2.4.34
. J-STD-004B
Visual 3495 PASA

*Toda la informacion es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para disefio de procesos. Consulte el Certificado de
analisis para obtener informacion especifica del producto.
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Desprendimiento U0 e i
IPC-TM-650 PASA
(Slump) 2435
J-STD-004B
Prueba de 3.7.2
dispersion IPC-TM-650 PASA
2.4.46
Bola de J-STD-005A 3.7
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*Toda la informacion es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para disefio de procesos. Consulte el Certificado de
analisis para obtener informacion especifica del producto.
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